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(57) Abstract 

The invention concerns a method for making a contactless chip card comprising an electronic assembly (40) embedded in the card 
body (100). The method consists more particularly in embedding the electronic assembly into at least a hotmelt material film (1 1) having 
a surface identical to that of the card to be produced. 

(57) Abrege* 

L'invention conceme un proc6d6 de fabrication d'une carte a puce sans contact comportant un ensemble 61ectronique (40) noy6 dans 
un corps de carte (100). Le proc6d6 consiste plus particuHerement a noyer l'ensemble 61ectronique dans au moins un film de matenau 
adhesif thermoactivable (11) presentant une surface identique a celle de la carte a realiser. 
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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTE A PUCE SANS CONTACT 

L' invention concerne un procede de fabrication de 
carte a puce sans contact comportant un corps de carte, 
un module electronique et, connectee audit module, une 
antenne. De telles cartes sont destinees a la 

5 realisation de diverses operations telles que, par 
exemple, des operations bancaires, des communications 
telephoniques, ou diverses operations d ' identification. 
Elles sont destinees, en particulier, a des operations 
de telebilletique dans lesquelles elles sont debitees a 

10 distance d'un certain nombre d' unites lors d'un passage 
a proximite d'une borne et ou elles peuvent etre 
rechargees a distance egalement. 

Ces operations s'effectuent grace a un couplage 
electromagnetique a distance entre 1 9 electronique de la 

15 carte et un appareil recepteur ou lecteur. Ce couplage 
s'effectue en mode lecture ou en mode lecture/ecriture 
et la transmission des donnees s'effectue par 
radiofrequences ou hyper frequences. 

Telles qu' elles sont realisees actuellement , les 

20 cartes sans contact sont des objets portables aux 
dimensions normalisees. La norme usuelle ISO 7810 
correspond a une carte de format standard de 8 5mm de 
longueur, de 54mm de largeur, et de 0,76mm d'epaisseur. 
On connait un procede de realisation de cartes sans 

25 contact utilisant une technique de lamination a chaud. 
Un tel procede est schematise sur la figure 1A. II 
consiste essentiellement a empiler des feuilles 
plastiques, dont au moins deux d' entre elles sont 
perforees pour recevoir un module electronique, puis a 

30 effectuer une lamination a chaud au moyen d'une presse 
a plateaux. Une premiere etape de ce procede consiste 
plus particulierement a disposer une antenne 5 sur une 
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feuille plastique 2 perforee a proximite des bornes de 
connexion 15 de l'antenne 5. Cette perforation est 
destinee a recevoir un module electronique 7 dont les 
plages de contact 12 sont electriquement reliees aux 
bornes de connexion 15 de l'antenne 5, 

Dans une deuxieme etape, la feuille plastique 2, 
supportant l'antenne 5 et le module electronique 7 
insere dans la fenetre perforee de cette feuille, est 
recouverte, sur ses deux faces, de deux autres feuilles 
plastiques 3 et 4 . Les feuilles plastiques 3 et 4 
comportent egalement chacune une perforation. Ainsi, 
une fois les feuilles 2, 3, et 4 assemblies, les 
perforations permettent de former une cavite destinee a 
recevoir le module electronique 7. Cette cavite 
presente des dimensions (longueur et largeur) 
legerement superieures a la taille du module 7. Cet 
ensemble de feuilles est appele communement "inlay 11 ou 
"inlet". Des feuilles plastiques inferieure 1 et 
superieure 6 sont en outre disposees de part et d' autre 
de cet "inlay" ou "inlet" , de maniere a former les 
surfaces recto et verso de la carte. Les feuilles 2, 3 
et 4 constituant 1' "inlay" ou "inlet", ainsi que les 
feuilles inferieure 1 et superieure 6, sont assemblies 
et soudees les unes aux autres par lamination a chaud. 

Ce procede presente cependant plusieurs 
inconvenients. II est difficile de definir precisement 
1'epaisseur des feuilles perforees 2, 3 et 4 par 
rapport a 1'epaisseur du module electronique 7. Une 
epaisseur trop faible des feuilles entraine une 
surepaisseur sur le module electronique, done une 
fragilisation de celui-ci et des defauts visuels. Une 
epaisseur trop grande entraine un deficit de pression 
sur le module, done egalement des defauts visuels. De 
plus, l'utilisation de plusieurs feuilles perforees 
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necessite une indexation precise de celles-ci les unes 
par rapport aux autres. Cette indexation etant 
difficile a realiser avec precision, elle implique une 
baisse du rendement de fabrication et une augmentation 
5 du coQt de revient des cartes. L' experience montre 
qu'il est difficile d'obtenir un aspect visuel correct 
des cartes a cause de ces difficultes d' indexation des 
feuilles perforees. Le moindre decalage introduit un 
marquage visuel de la surface de la carte a proximite 

10 du module electronique 7. 

II existe actuellement deux variantes qui 
permettent d'ameliorer cet aspect visuel. La premiere 
variante est de realiser 1' assemblage des feuilles 2, 3 
et 4 constituant l' M inlay" ou "inlet 11 par une premiere 

15 lamination. Deux feuilles fines supplementaires sont 
alors introduites de part et d' autre de cet ensemble de 
trois feuilles 2, 3 et 4 perforees. Cette premiere 
lamination permet de gommer les d§fauts. Une deuxieme 
lamination avec les feuilles l et 6 permet alors de 

20 former les surfaces recto et verso de la carte. La 
deuxieme variante consiste a introduire localement et 
de part et d' autre du module electronique 7 un materiau 
qui flue plus rapidement que le PVC (polychlorure de 
vinyle) constituant 1' "inlay" ou "inlet". Ce materiau 

25 en fluant permet alors d'amoindrir les defauts visuels 
autour du module. Ces deux variantes peuvent etre 
utilisees separement ou combinees. Mais ces deux 
variantes presentent egalement des inconvenients . Une 
etape supplementaire de lamination ou 1 ' introduction 

30 locale d'un materiau sont des sources de coat 
supplementaires . 

L' introduction locale d'un materiau peut etre 
egalement source de surepaisseur au niveau du module. 
Cette surepaisseur entraine une f ragilisation du module 
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et un aspect visuel inesthetique de la surface de la 
carte. Les defauts superficiels et le fait que le 
module se trouve fragilise irnpliquent en outre qu'un 
nombre eleve de cartes est destine au rebut. En 
5 consequence, cet empilement de feuilles plastiques 
perforees et laminees a chaud ne peut pas etre adapte a 
une production de masse , a bas cout, de cartes a puce 
sans contact. 

Un autre procede de fabrication de cartes a puce 

10 sans contact, consistant a dispenser une resine liquide 
entre, deux feuilles plastiques, puis a effectuer une 
lamination a froid, a egalement ete envisage. Un 
exemple de ce procede est schematise sur la vue en 
coupe de la figure IB. Dans ce cas, un ensemble 

15 electronique, compose d'une antenne 5 en fil bobine 
connectee a un module electronique 7, est dispose au 
dessus d'une premiere feuille plastique 1. Puis une 
resine liquide 8, par exemple en polyurethane , est 
dispensee de maniere a noyer 1' ensemble electronique. 

20 Une derniere etape consiste ensuite a recouvrir la 
resine 8 d'une feuille plastique 6 superieure puis a 
effectuer une lamination a froid pour souder la resine 
8 aux feuilles inferieure 1 et superieure 6. 

Ce procede presente cependant, lui aussi, des 

25 inconvenients car, au moment de la dispense de la 
resine liquide, il se forme des bulles d'air autour de 
1' ensemble electronique. Ces bulles d'air engendrent la 
creation de defauts a la surface de la carte. Ces 
defauts superficiels sont non seulement inesthetiques 

30 mais ils irnpliquent en outre des difficultes au moment 
de 1' etape d' impression pour decorer et personnaliser 
la carte. En effet, les defauts superficiels creent des 
depressions qui empechent localement le transfert de 
matiere, si bien qu'il est tres difficile de realiser 
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u„e impression de bonne qualite sur toute la surface 
des cartes- 

L' invention permet de pallx.r tous ces 

- His aux procedes de l'art anteneur. 
inconvements lies aux proo 

Pour cela, elle propose d'utiliser au plus une feuUU 
piastique perforee, de maniere a eviter les problems 
d - indexation des feuilles performs les unes par 
rapport aux autres, et de remplacer les autres eu.ll 
perforees, ou la resine, par au moins un 
, Tateriau adhesif thermoactivabie presentant une surfaoe 
identique a celle de la oarte a realiser. 

^invention a plus particulierement pour ob,et un 
precede de fabrioation d'une oarte a puce sans contact 
comportant un ensemble electronique noye dans un corps 
5 de carte constitue de pl usieurs films lammes a chaud, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes su.vantes 

consistant a : c nn 

- fournir un film comportant au moms un 

m ateriau adhesif ther.oactivable presentant une surface 
10 au moins egale a celle de la carte a realiser 

_ disposer ledit ensemble electronique centre 

,q„rHi- film de materiau adhesif 
une surface dudit , mm 

tber.oactivabl^et ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

25 centre ladite surface, 1'ensemble electronique etant a 
moins partiellement noye dans ledit .ater.au adnes.f 

thermoactivable. rt '6viter 
Le precede selon 1' invention permet d eviter 
.-utilisation de plusieurs feuilles perforees s. b.en 
30 que les problems U- indexation de ces feuilles les unes 
par rapport aux autres sent ecartes. Le mater.au 
Isif prints une ductilite telle, . 
permet d'absorber teute surepaisseur enqendree par la 
presence d'un module electronique ou une puce. De plus, 
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lors de l'etape de lamination a chaud, le materiau 
adhesif flue. Ce fluage permet d'envelopper 1' ensemble 
electronique sans defaut, c'est a dire sans creation de 
surepaisseurs. L' apparition de surepaisseurs etant 
evitee, le module electronique n'est pas fragilise et 
la surface des cartes apres lamination est parfaitement 
plane. En consequence, le precede selon 1' invention 
permet d'obtenir des cartes a puce sans contact fiables 
et esthetiques puisqu'elles ne presentent pas de 
defauts superficiels. Le precede est en outre rapide 
car il necessite tres peu d'etapes, et il presente un 
coat reduit. II peut done etre adapte a une production 
de tres grande masse. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le 
film adjacent comporte au moins un autre film de 
materiau adhesif thermoactivable . 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le 
film adjacent comporte au moins une feuille polymere. 

De plus, d'autres feuilles peuvent etre laminees de 
part et d'autre du produit obtenu, en meme temps ou 

ulter ieurement . 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, la 
lamination a chaud est realisee a une temperature 
comprise entre 50 et 140°C. 

Le(s) film(s) de materiau adhesif thermoactivable 
est (sont) par exemple compose(s) d'un materiau 
appartenant a la famille des PE (polyethylenes) 
modifies, a la famille des PU (polyurethanes) modifies, 
ou a la famille des PP (polypropylenes) modifies. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, 
le(s) film(s) de materiau adhesif thermoactivable est 
(sont) prealablement fixe(s) sur une (des) feuille(s) 
support par collage a chaud. 
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salon une autre caracteristigue de 1 — , 1 
nes) £euiUe(B) support est (sent, realxseefs) en PVC 
polychlorure de vinyle) , en PC (polycarbonate), en ABS 
"onitrile-Butadlene-styrene, , en PET (polyethylene 

terephtalate) ou en carton. 

De plus 1'ensemble electrons peut etre au 
preamble fixe sur le(s) film(s) de .ateriau adhes^f 
InerLctivable par un appcrt local de press.on et de 
temperature. 

D-autres particularity et avantages de 1- invention 
appara 1 tront a la lecture de la description donnee a 
tltre d'exe»ple Ulustratif ,ais non Imft « et faxte 
en reference aux figures annexees qui schematrsent: 

- la figure 1A, deja decrite, une vue en 
coupe eclatee d'une carte a puce sans contact fabriguee 
selon un precede connu de l'art antSrieur, 

- la figure IB, deja decrite, une vue en 

coup e d'une carte a puce sans contact fabriguee selon 

un autre precede connu de l'art anterieur, 

un autce v coupe 

- les figures 2k et 2B, une 

» a,.i»t4e et non eclatie d'une carte a 
respectivement eclatee et n c . tlon 
puce sans contact au cours des etapes de fabrication 
d'un procedS selon 1- invention, 

- la figure 3, une vue en coupe d'une autre 
carte a puce sans contact selon une variants de 
realisation, ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ coupe 

4- s , 1a tee et non eclatee d'une autre carte 
respectivement eclatee et noi de 

» puce sans contact au cours de ses etapes 
£ abrication selon une autre variante de 

- la figure 5, une vue en coupe d'une autre 
carte a puce sans contact selon une troisie.e variante 
de realisation, 
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- la figure 6, une vue en coupe d'une autre 
carte a puce sans contact selon une quatrieme variante 
de realisation. 

Les etapes d'un precede de fabrication d'une carte 
a puce sans contact selon 1' invention sont schematises 
sur les figures 2A et 2B. Ces figures schematisent une 
carte a puce respect ivement avant et apres 1 ' assemblage 
des differents elements de constitution du corps de 
carte 100 par lamination a chaud. 

Une premiere etape du precede selon 1' invention 
consiste a fournir un film A comportant au moins un 
materiau adhesif thermoactivable 11 presentant une 
surface au moins egale a celle de la carte a realiser. 
Un ensemble electronigue reference c est dispose centre 
une surface du film de materiau adhesif thermof usible 
11. Au moins un film adjacent B est ensuite lamxne a 
chaud centre cette surface afin de neyer au moms 
partiellement 1' ensemble electronigue C dans ledit 
mater iau thermoactivable. 

Dans 1'exemple des figures 2A et 2B, le film 
adjacent B comporte au .moins un autre film de materiau 
adhesif thermoactivable 21. De plus, dans cet exemple 
les deux films de materiau adhesif thermof usible 11 et 
21 peuvent etre reportes respect ivement sur deux 
feuilles support 10 et 20. Ces films de materiau 
adhesif thermofusible sont utilises en tant que 
feuilles de constitution de la structure de la carte, 
lis peuvent eventuellement etre prealablement fixes par 
collage a chaud sur les feuilles support 10 et 20. Les 
materiaux adhesifs thermof usibles 11 et 21 reportes sur 
les feuilles support 10 et 20 ferment axnsx 
respectivement deux films adjacents A et B de 
constitution du corps de carte 100. 
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Dans une variante de realisation, le materiau 
adhesif thermoactivable peut etre fixe sur une autre 
feuille pelable ou non. 

Les feuilles support 10 et 20 sont de preference en 
5 matiere plastique, par exemple en PVC (polychlorure de 
vinyle) , en PC (polycarbonate) , en ABS (Acrylonitrile- 
Butadiene-Styrene) ou en PET (polyethylene 
terephtalate) . Dans une variante de realisation, on 
peut en outre envisager d'utiliser de telles feuilles 
10 support en papier ou en carton compte tenu de la bonne 
adhesivite du materiau adhesif thermoactivable. Ces 
feuilles support 10 et 20 sont destinees a former les 
surfaces exterieures recto et verso de la carte. 

Le materiau adhesif presente des proprietes de 
15 ductilite a froid et de thermoadhesion . II appartient 
notamment, dans 1' exemple, a la famille des PE 
(polyethylenes) modifies, a la famille des PU 
(polyurethanes) modifies ou a la famille des PP 
(polyprbpylenes) modifies. II ne doit pas etre collant 
20 a la temperature ambiante de roaniere a ce qu'il puisse 
etre manipule au meme titre qu'une feuille plastique 
classique. II peut en outre contenir une certaine 
proportion de materiau thermodurcissable . 

Dans un autre exemple, le materiau adhesif utilise 
25 est un materiau a base de PU commercialise par la 
societe plastree sous la reference Polyfix BM. 

Dans un autre exemple encore, le materiau adhesif 
utilise est une colle a reaction thermoplastique non 
autocollante, fournie en rouleau notamment par la 
30 societe beiersdorf sous la reference Tesa 8420. Elle 
comporte notamment un melange de resine phenolique et 
un caoutchouc nitrile. Elle est apte a presenter un 
comportement (ou une phase) thermoplastique seul, et 
une phase thermodurcissable en fonction de la 
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temperature. De preference, le mater iau thermoactivable 
possede un etat non reversible (ou non reactivable) 
apres activation specif ique. 

Les dimensions des films 11 et 21 et des feuilles 

5 support 10 et 20 sont choisies de telle sorte que leur 
surface est au moins identique a celle de la carte que 
1'on desire realiser. Mais celles-ci peuvent etre 
beaucoup plus grandes et permettre une lamination de 
plusieurs positions simultanement . Une decoupe 

10 ulterieure permet alors d'obtenir une carte aux 
dimensions desirees. 

L'epaisseur des films 11 et 21 de materiau adhesif 
thermofusible est choisie de telle maniere que, une 
fois la carte finie, c'est a dire apres fluage au cours 

15 de la derniere etape de lamination a chaud, ces films 
presentent une epaisseur identique a celle des feuilles 
perforees, ou de la resine, qu'ils remplacent. Le 
procede selon l'invention permet de realiser des cartes 
d' epaisseur normalisee selon la norme ISO mais aussi 

20 des cartes plus ou moins epaisses selon les 
applications auxquelles elles sont destinees. 

Dans l'exemple schematise sur les figures 2A et 2B, 
1' ensemble electronique C est realise sur une feuille 
plastique 30, par exemple en PVC. Cette feuille 

25 plastique 30 est munie d'une perforation 32 prevue pour 
y loger un module electronique 40. Une antenne 31 est 
realisee sur cette feuille plastique par exemple par 
incrustation, lamination ou serigraphie, selon un 
procede classique bien connu de l'homme de l'art. Les 

30 bornes de connexion 35 de 1' antenne sont electriquement 
relives aux plages de contact 41 du module 
electronique, lesquelles sont situees sur la face 
interne de la grille metallique du module, par 
1'intermediaire d'une soudure etain-plomb, par une 
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soudure a ultrason ou alors au moyen d'une colle 
conductrice par exemple. 

Une derniere etape consiste ensuite a assembler et 
a solidariser les differents elements de constitution 

5 du corps de carte 100. Pour cela, on effectue une 
lamination a chaud. En debut de cette etape de 
lamination, avant 1 ' etablissement total de la 
temperature, le mater iau adhesif thermoactivable 
presente une ductilite telle qu'il permet d'absorber 

10 toute surepaisseur engendree par la presence de 
1' ensemble electronique C. Ce mater iau adhesif 
thermoactivable presente une ductilite a froid, avant 
lamination, typiquement inferieure a 95 Shore A. Cette 
unite "Shore A" est donnee par la norme francaise NFT 

15 51.109. Ensuite, le materiau thermoactivable des films 
11 et 21 se ramollit sous 1' action du chauffage et sous 
l'effet de la pression il flue autour de 1' ensemble 
electronique C, et notamment autour du module 40 de 
maniere a conserver une epaisseur globale constante. 

20 L'adhesif permet, par sa ductilite a froid puis par son 
fluage ensuite, d'envelopper le module sans apparition 
de defaut ou de surepaisseur. L'adhesif presente des 
proprietes telles qu'il joue un role d ' amortisseur 
permettant ainsi l'obtention d'une carte de planeite 

25 amelioree. Le fluage de ce materiau adhesif 
thermofusible est bien controle, et dans tous les cas 
beaucoup mieux contr61e que le fluage d'une feuille 
plastique ordinaire telle que du PVC, si bien que l'on 
arrive a obtenir une surface plane sans apparition de 

30 bulles d'air piegees autour de 1' ensemble electronique, 
et sans creation de surepaisseurs au dessus du module 
electronique. De plus, les films d'adhesif 11 et 21 
n'etant pas perfores, il n'y a pas de problemes 
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d' indexation de ces films par rapport a la feuille 
perforee 3 0 support de 1' ensemble electronique C. 

La lamination permet done de souder les differentes 
couches de constitution du corps de carte entre-elles. 
5 La lamination peut etre realisee au moyen d'un 
dispositif de plaques de lamination pour presses a 
plateaux ou au moyen d'un dispositif a rouleaux. 

D'autres feuilles de constitution du corps de carte 
peuvent etre laminees de part et d' autre du produit, 

10 constitue par 1' ensemble electronique C noye dans le 
materiau adhesif thermoactivable, soit en meme temps 
que la derniere etape de lamination a chaud soit dans 
une etape ulterieure. 

Le point de fusion du materiau adhesif 

15 thermofusible autorise des laminations a chaud a des 
temperatures inferieures aux temperatures classiquement 
utilisees pour des laminations a chaud. Ainsi, la 
lamination peut etre effectuee a une temperature 
comprise entre 50 et 140°C, 

20 De plus, le materiau adhesif thermofusible presente 

de preference des proprietes d' irreversibility jusqu'a 
la temperature de lamination. Pour cela, il comporte 
avantageusement une phase thermodurcissable. Les cartes 
fabriquees a partir d'un tel materiau et selon le 

25 procede de 1' invention satisfont ainsi a toute 
contrainte de tenue en temperature et de stabilite 
dimensionnelle . 

Le schema en coupe de la figure 3 illustre une 
variante de realisation du procede. En fait, dans cette 

30 variante, seul l'ensemble electronique utilise est 
different. Dans cet exemple, en effet, l'ensemble 
electronique, reference D, comporte soit un petit 
module soit une puce 60 de circuit integre dont 
certains plots de contact 61 sont connectes aux bornes 
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de connexion 55 d'une antenne 51. L'antenne 51 est 
realisee de maniere classique par lamination, 
incrustation ou serigraphie sur une feuille plastique 
50 non perforee, par exemple en PVC. La connexion entre 

5 les plots de contact 61 de la puce 60 et les bornes de 
connexion 55 de l'antenne est realisee selon une 
methode classique et bien connue de 1'homme de l'art, 
soit par 1 ' intermediate d'un montage dit "flip chip", 
soit au moyen d'une colle cdntenant des particules 

10 conductrices d' argent, ou encore par 1 ' intermediate de 
fils conducteurs soudes. Dans ce cas aussi, lors de 
l'etape de lamination a chaud, le materiau adhesif dans 
un premier temps se comprime localement pour absorber 
toute surepaisseur puis flue et permet d'envelopper la 

15 puce 60 sans apparition de defaut ou de surepaisseur et 
permet done d'obtenir une surface de carte plane, 

Selon une autre variahte de realisation du procede 
selon 1' invention, illustree par les schemas des 
figures 4A et 4B, 1 'ensemble electronique utilise, 

20 reference E, n'est pas realise sur une feuille support 
en plastique mais il est simplement constitue d'une 
antenne 70 en fil bobine, ou serigraphiee sur le film 
thermoadhesif 11. Les bornes de connexion 75 de cette 
antenne 70 sont connectees, par exemple au moyen d'une 

25 soudure etain-plomb, aux plages de contact 41 d'un 
module electronique 40 (figure 4A) . Dans ce cas, les 
plages de contact 41 du module 40 peuvent etre situees 
independamment sur la face interne ou sur la face 
externe de la grille metallique du module. Au cours de 

30 l'etape ulterieure de lamination a chaud, l'antenne et 
le module sont completement noyes dans l'epaisseur du 
corps de carte, e'est a dire dans les deux films de 
materiau adhesif thermoactivable 11 et 21 qui se 
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collent l'un contre 1' autre et cieviennent completement 
indissociables (figure 4B) . 

La figure 5 schematise une autre variante selon 
laquelle 1' ensemble electronique, reference F, est 
5 constitue d'une antenne 70 serigraphiee sur le film 
thermoadhesif 11 ou realisee en fil bobine dont les 
bornes de connexion 75 sont connectees aux plots de 
contact 61 d'une puce de circuit integre 60 selon une 
methode classique, par exemple par un montage "flip 
10 chip" , ou par collage au moyen d'une colle conductrice 
a argent, ou par 1 ' intermediaire de fils conducteurs 
soudes* 

Dans les deux derniers cas qui viennent d'etre 
decrits, 1'ensemble electronique E, D, compose d'une 

15 antenne en fil bobine 70 et d'un module electronique 
40, ou d'une puce de circuit integre 60, peut etre au 
prealable pose sur les films 11, 21 de materiau adhesif 
thermoactivable puis fixe en appliquant un element 
chauffant sur 1'ensemble electronique pour realiser un 

20 apport local de pression et de temperature. 

On peut egalement envisager d'apporter de l'energie 
sous forme de rayonnement a la surface d'un film de 
materiau adhesif thermoactivable, puis de poser 
1'ensemble electronique sur ce film pour effectuer un 

25 precollage de 1'ensemble electronique. 

Selon une autre variante de realisation de 
1' invention, telle que schematisee sur la figure 6, il 
est en outre possible de ne fournir qu'un seul film B 
comportant au moins un materiau adhesif thermoactivable 

30 21. Ce materiau 21 peut par exemple etre reporte sur 
une feuille support 20. Dans ce cas, 1'ensemble 
electronique est par exemple supporte par une face d'un 
film adjacent constitue par au moins une feuille 
polymere non perforee 50, dont 1' autre face est 
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destinee a former l'une des surfaces exterieures de la 
carte a puce sans contact. Par consequent, dans ce cas, 
1'ensemble electronique D utilise est constitue d'une 
part par une antenne 51, realisee sur le film adjacent 

5 50 selon un procede classique de serigraphie, laminage 
ou incrustation, et d' autre part par une puce de 
circuit 60 dont les plots de contact 61 sont relics 
electriquement aux bornes de connexion 55 de 1' antenne 
51. Au cours de l'etape ulterieure de lamination a 

10 chaud, le materiau adhesif se ramollit et flue, de 
maniere a envelopper la puce et 1 ' antenne, et adhere a 
la surface du film adjacent 50 en materiau polymere. 

A titre indicatif, dans tous les exemples realises, 
1' ensemble electronique utilise presentait une surface 

15 d' environ 6x4 mm et une hauteur de penetration de 50 /xm 
dans un film adhesif thermoactivable de 100 /xm 
d'epaisseur. Grace a ces dimensions de 1' ensemble 
electronique et du film de materiau adhesif 
thermoactivable, la carte obtenue ne presente pas de 

20 d§fauts de surface, les surepaisseurs etant absorbees 
par le materiau adhesif sans endommager 1' ensemble 
electronique. 

Le fait d'utiliser au moins un film de materiau 
adhesif thermoactivable, dont la surface est identique 

25 a celle de la surface de la carte a realiser, pour 
fabriquer des cartes a puce sans contact permet 
d'eviter les problemes souleves par les procedes 
classiques et dus a 1 'utilisation de feuilles 
plastiques ordinaires perforees. 

30 Selon une variante de realisation, l'antenne 31, 

51, 70 de tous les modes de realisation qui viennent 
d'etre decrits, peut etre realisee directement dans le 
circuit d'une puce de circuit integre, la carte etant 
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utilisee dans un lecteur avec un couplage 
electromagnet ique tres precis* 

Grace a 1' invention, on utilise tout au plus une 
seule feuille plastique perforee, et seulement dans le 

5 cas oil 1' ensemble electronique est realise sur une 
feuille support et comporte un module* Les problemes 
d' indexation de plusieurs feuilles perforees les unes 
par rapport aux autres sont par consequent elimines. 
Ces problemes d' indexation etant ecartes, cela entraine 

10 une reduction de cout et une amelioration du rendement 
de fabrication. Le procede selon 1' invention ne 
comporte qu'une seule etape de lamination a chaud, ce 
qui contribue a reduire le coQt et a accelerer la 
cadence de fabrication. 

15 D' autre part, l'adhesif thermoactivable ayant une 

tres grande ductilite a froid, il permet d' absorber 
toute surepaisseur en debut de lamination. Puis, par sa 
grande capacite de fluage, une fois la temperature 
etablie, il permet d'envelopper 1' ensemble electronique 

20 sans creation de bulles d'air, ni de surepaisseurs 
notamment au-dessus du module electronique ou de la 
puce. Par consequent, le module, ou la puce, n'est pas 
fragilise. La carte finie presente done une fiabilite 
accrue et une surface plane sans defauts superf iciels. 

25 Les defauts superf iciels n'existant pas, une impression 
de bonne qualite peut etre realisee sur toute la 
surface de la carte, pour realiser un decors ou une 
personnalisation. La carte sans contact obtenue par le 
procede selon 1' invention est done plus esthetique, 

30 plus fiable et moins coQteuse que les cartes obtenues 
par les precedes classiques de 1'art anterieur. 

De plus, etant donne qu'il n'y a pas d'apparition 
de surepaisseurs, les plaques de lamination du 
dispositif de lamination ne sont pas deteriorees par 
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ces surepaisseurs. Une telle deterioration des plaques 
apparaissait en effet dans les procedes anterieurs et 
entrainait a terme une degradation de 1' aspect des 
cartes. Grace a 1' invention, les cartes ont un meilleur 

5 aspect visuel et les plaques de lamination du 
dispositif de lamination sont changees moins 
frequemment que dans les precedes classiques. 

Les exemples qui viennent d'etre deer its ne sont 
qu'illustratifs et 1' invention ne se limite pas a ces 

10 modes de realisation. On notera en particulier que 1'on 
peut ajouter autant de films de materiau adhesif 
thermofusible que l'on veut, le nombre de ces films 
n'etant aucunement limite a 1 ou 2 . 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de fabrication d'une carte a puce sans 
contact comportant un ensemble electronique (C; D; E; 
F) noye dans un corps de carte (100) constitue de 
plusieurs films lamines a chaud, caracterise en ce 

5 qu'il comporte les etapes suivantes consistant & : 

- fournir un film (A) comportant au moins un 
materiau adhesif thermoactivable (11) presentant une 
surface au moins egale a celle de la carte a realiser, 

- disposer ledit ensemble electronique (C; D; 
10 E; F) centre une surface dudit film de materiau adhesif 

thermoactivable (11), et 

- laminer a chaud au moins un film adjacent 
(B) contre ladite surface, 1' ensemble electronique (C; 
D; E; F) etant au moins partiellement noye dans ledit 

15 materiau adhesif thermoactivable. 

2. Procede selon la revendication l, caracterise en 
ce que ledit film adjacent (B) comporte au moins un 
autre film de materiau adhesif thermoactivable (21) . 

20 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce que ledit film adjacent (B) comporte au moins une 
feuille polymere (20; 50). 

25 4. Procede selon l'une des revendications 1 a 3, 

caracterise en ce que l'ensemble electronique (C; D; E; 
F) est compose d'une antenne (31; 51; 70) connectee, 
par ses bornes de connexion(35; 55; 75), aux plages de 
contact (41) d'un module electronique (40) ou aux plots 

30 de contact (61) d'une puce (60) de circuit integre. 
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5. Procede selon l'une des revendications la 3, 
caracterise en ce que ledit ensemble electronique (C; 
D; E; F) comporte une puce de circuit integre et une 
antenne (31; 51; 70) gravee dans le circuit. 

5 

6. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que 1' ensemble electronique (D) utilise comporte une 
feuille plastique (50) supportant une antenne (51) dont 
les bornes de connexion (55) sont electriquement 

10 reliees aux plots de contact (61) d'une puce de circuit 
integre (60) ou d'un module. 

7. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que 1' ensemble electronique (C) utilise comporte une 
feuille plastique (30) munie d'une perforation (32) et 
supportant une antenne (31) dont les bornes de 
connexion (35) sont electriquement reliees aux plages 
de contact (41) d'un module electronique (40) loge dans 
ladite perforation (32) . 

8. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que 1' ensemble electronique (E; F) utilise comporte 
une antenne en fil bobine (70), dont les bornes de 
connexion (75) sont connectees aux plages de contact 
(41) d'un module (40), ou aux plots de contact (61) 
d'une puce de circuit integr£ (60). 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en 
ce que 1' ensemble electronique, compose d'une antenne 

30 en fil bobine (70) et d'un module electronique (40) , ou 
d'une puce de circuit integre (60) , peut etre au 
prealable fixe sur le (les) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable (11 et 21) par un apport local de 
pression et de temperature. 
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10. Precede selon l'une des revendication 1 a 2, 
caracterise en ce que le(s) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable (11; 21) est (sont) compose(s) d'un 
5 materiau appartenant a la famille des PE 
(polyethylenes) modifies, a la famille des PU 
(polyurethanes) modifies ou a la famille des PP 
(polypropylenes) modifies . 

10 11. Precede selon l'une des revendications 1 a 2, 

caracterise en ce que le materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21) presente une ductilite a 
froid, avant lamination, inferieure a 95 Shore A. 

15 12. Procede selon l'une des revendications 1 a 2, 

caracterise en ce que le materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21) presente des proprietes 
d' irreversibility jusqu'a la temperature de lamination. 

20 .13. Procede selon la revendication 12, caract§rise 

en ce que le materiau adhesif thermoactivable (11, 21) 
comporte une phase thermodurcissable. 

14. Procede selon l'une des revendications 1 a 2, 
25 caracterise en ce que le(s) film(s) de materiau adhesif 
thermoactivable (11; 21) est (sont) prealablement 
fixe(s) sur une (des) feuille(s) support (10; 20) par 
collage a chaud. 

30 15. Procede selon la revendication 14, caracterise 

en ce que la (les) feuille(s) support (10; 20) est 
(sont) realisee(s) en PVC (polychlorure de vinyle) , en 
PC (polycarbonate) , en ABS (Acrylonitrile-Butadiene- 
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Styrene) , en PET (polyethylene terephtalate) ou en 
carton. 

16. Procede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que la lamination a chaud est realisee a une 
temperature comprise entre 50 et 14 0°C. 

17 . Carte a puce comportant un corps de carte 
(100) , constitue de plusieurs films lamines a chaud, et 
un ensemble electronique (C; D; E; F) noye dans le 
corps de carte, caracterise en ce qu'elle comprend au 
moins une couche de materiau adhesif thermoactivable 
(11, 21) presentant une surface identique a celle de la 
carte et en ce que ledit ensemble electronique (C; D; 
E; F) est noye dans ladite couche de materiau adhesif 
thermoactivable (11, 21) . 



WO 00/13138 



PCI7FR99/02031 



1/3 



FIG.1A 



ZZ2ZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ2^<> 



15 



ZZZZZZZZZZZZZZZ2 - 3 



\; z z / ; ; / > ; ; ; / / J / 



FIG.1B 



v///»/////// ////////////777i 




12 



•8 



□ □ 



SZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2 -— 1 



WO 00/13138 



PCT/FR99/02031 



40 
35 



' 2/3 

FIG-2A 

ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZr ^ 

31 



3")/ 



[ 



3^—21 



EZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZ3 -20 



B 



100 



FIG.2B 



\ 



40 
31 

30- 



I7V z z ; z ; ; / / z Z 1 ^ J ^- 



EZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 



'11 

-21 
-20 



B 



FIG_3 




WO 00/13138 



PCT/FR99/02031 



75" 



3/3 

FIG-4A 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZr ^ ^ 

E3 U E»^— -70 

t— 21 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZk~K 



40 ~- * KfllU LJ MM .^41 



B 



100 



FIG-4B 




FIG.5 



100 




FIG.6 



61 



55 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



In'' national Application No 

Pu./FR 99/02031 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 G06K19/077 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 G06K 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



Category * 


Oitatl/tn ftf H/imimont with \r\fi'u*atir\n u/hora AnnmrtriAtP of thft fAlSVdnt OafiAAOPS 


Relevant to claim No. 


X 


GB 2 279 610 A (GEC AVERY LTD) 

11 January 1995 (1995-01-11) 

page 2, line 9 -page 3, line 20; figures 

5,9,12 

page 5, line 21 -page 6, line 18; claims 
5-10 


1-15,17 


X 


M0 95 33246 A (GUSTAFSON AKE) 

7 December 1995 (1995-12-07) 

page 1, line 11-21; claim 22 

page 5, line 28 -page 8, line 18; figures 

2-4 


1-6, 

8-14,16 


A 


W0 98 29264 A (IKEFUJI Y0SHIHIR0 ;R0HM CO 
LTD (JP); CHIMURA SHIGEMI (JP); 0KADA H) 
9 July 1998 (1998-07-09) 
abstract 

-/-- 


5 



m 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



El 



Patent family members are listed in annex. 



• Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the international 

filing date 

V document which may throw doubts on priority c!aim(s)or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
Invention 

"X" document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

17 November 1999 


Date of mailing of the international search report [ 

24/11/1999 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Cardigos dos Re1s, F , 



Form PCT/1SA/210 (second sheet) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Int' national Application No 

,/FR 99/02031 



C(Contlnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Categoiy ' Citation of document, with indicallon.where appropriate, of the relevant passages 



US 4 737 789 A (NYSEN PAUL A) 
12 April 1988 (1988-04-12) 
column 2, line 20-33 
column 5, line 63 -column 6, line 3 

US 4 241 129 A (KURFMAN VIRGIL B ET AL) 
23 December 1980 (1980-12-23) 
column 3, line 11-31 
column 7, line 23-44 

W0 97 10289 A (KAT00T MOHAMMAD W) 
20 March 1997 (1997-03-20) 
page 2, line 10-28 

US 4 450 024 A (HAGHIRI-TEHRANI YAHYA ET 
AL) 22 May 1984 (1984-05-22) 
column 4, line 24-34; figures 3A.3B 



Relevant to daim No. 



10 



11 



12,13 



14 



Form PCT/1SAV210 (continuation of second shoot) (July 1992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



Int -atlonal Application No 

Po./FR 99/02031 



Patent document 




Publication 


Patent family 


Publication 


cited in search report 




date 


member(s) 


date 


GB 2279610 


A 


11-01-1995 


NONF 






WO 9533246 


A 


07-12-1995 


AT 


170307 T 


15-09-1998 








AU 


684174 B 

WO*T X / T w 


04-12-1997 








AU 


2617095 A 


21-12-1995 








BR 


9507775 A 


19-08-1997 








CA 


2190294 A 


07-12-1995 








DE 


69504336 D 


01-10-1998 








DE 


69504336 T 


21-01-1999 








EP 


0760986 A 


12-03-1997 








ES 


2122620 T 


16-12-1998 








JP 


10501475 T 


1 a ao 1 a ao 

10-02-1998 








US 


5879502 A 


09-03-1999 


WO 9829264 


A 


09-07-1998 


JP 


10193849 A 


28-07-1998 








AU 


7889698 A 


31-07-1998 


US 4737789 


A 


12-04-1988 


NONF 






US 4241129 


A 


23-12-1980 


RF 

DC 


88061? A 


16-06-1980 








CA 


1128850 A 


03-08-1982 








DE 


2949601 A 


26-06-1980 








FR 


2443929 A 


11-07-1980 








GB 


2039791 A,B 


20-08-1980 








IT 


1164095 B 


08-04-1987 








JP 


55082642 A 


21-06-1980 








JP 


1509569 C 


26-07-1989 








JP 

W 1 


62294542 A 


22-12-1987 








JP 


63057231 B 


1 A -1 1 1 A A O 

10-11-1988 








NL 


7909010 A,B, 


■t "T A/* 1 A A A 

17-06-1980 


WO 9710289 


A 


20-03-1997 


US 

WW 


5883164 A 


16-03-1999 








AU 

nu 


7110696 A 

/ XXWW^W fl 


01-04-1997 








EP 


0863939 A 


1 Art i rtrtrt 

16-09-1999 








US 


5872168 A 


16-02-1999 


— — — — — 

US 4450024 


A 


22-05-1984 


\J\m 


3029939 A 


at AO 1 A A A 

25-03-1982 








RE 


889816 A 


1 /* 11 1 A A 1 

16-11-1981 








CH 

W II 


654127 A 

ww"f x Cm i r\ 


A 1 A 1 1 A A 

31-01-1986 








FR 


2488427 A 


12-02-1982 








GB 


2081644 A B 


24-02-1982 








IT 


1139114 B 


4^ MA < A A ^ 

17-09-1986 








JP 


1518448 C 


AT Art 1 AAA 

07-09-1989 








JP 


57052977 A 


AA A A 1 A A A 

29-03-1982 








JP 


63042313 B 


AO AO 1 AOO 

23-08-1988 








NL 


8103597 A 


01-03-1982 








SE 


458645 B 


17-04-1989 








SE 


8104664 A 


08-02-1982 








US 


4617216 A 


14-10-1986 





Form PCT/1SA/2 10 (patent famSy annex) (July 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



f>~ -«nd© Internationale No 

K./FR 99/02031 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDS 

CIB 7 G06K19/077 



Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fob selon la classification natlonale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation mlnimale consultee (systems de classification suivi des syrrtooles de classement) 

CIB 7 G06K 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents reievent des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie * Identification des documents cites, avec, ie cas echdant, Vindication des passages pertinents 



no. des revendications visees 



G8 2 279 610 A (GEC AVERY LTD) 

11 janvier 1995 (1995-01-11) 

page 2, llgne 9 -page 3, ligne 20; figures 

5,9,12 

page 5, ligne 21 -page 6, ligne 18; 
revendications 5-10 

W0 95 33246 A (GUSTAFSON AKE) 

7 decembre 1995 (1995-12-07) 

page 1, ligne 11-21; revendl cation 22 

page 5, ligne 28 -page 8, ligne 18; 

figures 2-4 

WO 98 29264 A (IKEFUJI Y0SHIHIR0 ;R0HM CO 
LTD (JP); CHIMURA SHIGEMI (OP); 0KADA H) 
9 juillet 1998 (1998-07-09) 
abrege 

-/~ 



1-15,17 



1-6, 
8-14,16 



| x| Voir la 



suite du cadre C pour la (In de la Iiste des documents 



a 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



* Categories speciales de documents cites: 

•A" document ddfinissant retat general de la technique, non 

considers comme partlculierement pertinent 
•E" document anterieur, mais publie a la date de depot international 

ou apres cette date 
V document pouvant jeter un doute sur une revendication de 

priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 

autre citation ou pour une raison specials (telle quMndiquee) 
"O" document se referent a une divulgation orale, a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 
"P" document publie avant la date de depot international, mais 

postsrieurement a la date de priorite revendiquee 



T" document ulterteur publie apr6s la date de depot International ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a l etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorle constituant la base de I'inventlon 

"X" document partlculierement pertinent; I'tnven tion revendiquee ne peut 
etre considered comme nouyelle ou comme impllquant une actwite 
inventive par rapport au document considerd isolemen! 

"Y" document partlculierement pertinent; rinven tion revendiquee 
ne peut etre consideree comme impliquant une activlte Inventive 
lorsque te document est associe a un ou piusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evldente 
pour une personne du mdtler 
document qui tait partie de la mdme famille de brevets 



Date a (aquelle la recherche Internationale a ete effectivement achevee 



17 novembre 1999 



Date (^expedition du present rapport de recherche Internationale 

24/11/1999 



Nom et adresse poatale de Tadmlnlstration charg6e de la recherche Internationale 
Office Europeendes Brevets, P.B. 5818 Patentiaan2 
NI-2280HV Ri^wijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Cardlgos dos Re1s, F 



Fomujtalre PCT/ISA«1 0 (deuxfemo fauille) (iufilet 1992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Or *nde Internationale No 

K,/FR 99/02031 



C(sulte) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorle ' Identification dee documents cites, avee.le ess echeant. I'lndlcatlondes passages pertinents 



US 4 737 789 A (NYSEN PAUL A) 

12 avril 1988 (1988-04-12) 

colonne 2, ligne 20-33 

colonne 5, Hgne 63 -colonne 6, ligne 3 

US 4 241 129 A (KURFMAN VIRGIL B ET AL) 
23 decembre 1980 (1980-12-23) 
colonne 3, ligne 11-31 
colonne 7, ligne 23-44 

W0 97 10289 A (KAT00T MOHAMMAD W) 
20 mars 1997 (1997-03-20) 
page 2, Hgne 10-28 

US 4 450 024 A (HAGHIRI-TEHRANI YAHYA ET 
AL) 22 ma1 1984 (1984-05-22) 
colonne 4, ligne 24-34; figures 3A.3B 



no. des revendications vlsdes 



10 



11 



12,13 



14 



Fomujiaire PCT7ISA/210 (stite da (a deuxttme leuille) (jullet 1992) 



page 2 de 2 



fr 


RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renselgnements relat ix membres de families de brevets 


De "ide Internationale No 


t 


Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famille de brevet(s) 


Date de 
publication 



GB 2279610 


A 


11 A 1 

11-01- 


1 AA C 

1995 


AUCUN 






WO 9533246 


A 


07-12- 


1 A AC 

199b 


AT 


170307 


1 


1 C-AA-1 QOQ 










AU 


684174 


n 
D 


nyi— 1 o— 1 QQ7 

u^-ic-iyy / 










AU 


2617095 


A 
A 


01 — 1 0—1 QOC 










BR 


ACA177C 

950/7/5 


A 

A 


1 Q-.HQ-1 OA 7 

iy-uo-iyy / 










CA 


2190294 


A 


07-12-1995 










DE 


69504336 


D 


01-10-1998 










nr 

ut 




T 
1 


01 — fil —1 QQO 

c i-ui xyyy 










EP 


0760986 


A 


12-03-1997 










ES 


2122620 


T 


16-12-1998 










JP 


10501475 


T 


10-02-1998 










US 


5879502 


A 


09-03-1999 


WO 9829264 


A 


AA n? 

09-0/- 


1 AAQ 


JP 


10193849 


A 

A 


OQ-fl.7-1 QQft 

Co u/ lyyo 










AU 


7889698 


A 

A 


01 -H7-1 OOft 

ji u/ iyyo 


US 4737789 


A 


1 *5 A/I 

12-04- 


1 AOQ 

19oo 


AUCUN 






US 424H29 


A 

A 


AO i o 

23-12- 


1 AOA 

1980 


BE 


880612 


A 

A 


i£-o.A-i can. 
id uo iyou 










CA 


1128850 


A 

A 


AO_AO— 1 QQO 










DE 


2949601 


A 

A 


£0 uo— iyou 










FR 


2443929 


A 

A 


1 1 —07—1 Oftfl 










GB 


2039791 


A,B 


20-08-1980 










IT 


1164095 


B 


08-04-1987 










JP 


55082642 


A 


01— HA— 1 OQfl. 

ci uo iyou 










JP 


1509569 


C 


OA— fl 7—1 OQQ 

^o u/ -iytjy 










JP 


62294542 


A 


00—1 O—l OQ7 

ll ic lyo/ 










JP 


63057231 


B 


in-1 1-1QftA 

1 v 11 1 700 










NL 


7909010 


A,B, 


17-06-1980 


WO 9710289 


A 


20-03- 


1997 


US 


5883164 A 


16-03-1999 










AU 


7110696 A 


01-04-1997 










EP 


0863939 


A 


16-09-1999 










US 


5872168 A 


16-02-1999 



US 4450024 A 22-05-1984 



DE 


3029939 


A 


25-03- 


1982 


BE 


889816 


A 


16-11- 


1981 


CH 


654127 


A 


31-01- 


1986 


FR 


2488427 


A 


12-02- 


1982 


GB 


2081644 


A,B 


24-02- 


1982 


IT 


1139114 


B 


17-09- 


•1986 


JP 


1518448 


C 


07-09- 


1989 


JP 


57052977 


A 


29-03- 


•1982 


JP 


63042313 


B 


23-08- 


■1988 


NL 


8103597 


A 


01-03- 


•1982 


SE 


458645 


B 


17-04- 


■1989 


SE 


8104664 


A 


08-02- 


1982 


US 


4617216 


A 


14-10- 


■1986 



Formulaire PCT/lSA/210 (annexe families de brevets) Gullet 1992) 



